共用部分：
PCB环保标识对照（按相应的表面工艺加如下“RoHS标志内容”，如果板小时，可以把“ROHS”用“R”代替）

	环保技术
	焊盘表面处理
	RoHS标志内容注1
	无卤标志内容
	备注

	GT002
	PF001（SnPb热风整平）
	不标识
	不标识
	R5 PCB

	
	PF002（SnAgCu热风整平）
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	不标识
	R6 PCB

	
	PF003（SnCu(Ni)）热风整平
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	不标识
	R6 PCB

	
	PF004（化学镍金（ENiG））
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	不标识
	R6 PCB

	
	PF005（OSP）
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	不标识
	R6 PCB

	
	PF006（化学锡）
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	不标识
	R6 PCB

	
	PF007（化学银）
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	不标识
	R6 PCB

	GT003
	ALL
	同GT002
	HF
	


预审部分：

PCB代码及其所代表的工艺名称及技术要求
	代码项目
	代码
	对应含义及要求
	备注

	板材


	LM001
	普通FR-4
	必须同时注明Tg值

	
	LM002
	铝基板 
	

	
	LM003
	IPC-4101B/21
	普通Tg FR-4

	
	LM004
	IPC-4101B/99
	中Tg（150℃）＋填料

	
	LM005
	IPC-4101B/124
	中Tg（150℃）无填料

	
	LM006
	IPC-4101B/126
	高Tg（170℃）＋填料

	
	LM007
	IPC-4101B/129
	高Tg （170℃）无填料

	Tg值注1
	TG001
	130℃
	

	
	TG002
	170℃
	

	
	TG003
	120℃
	

	CTI
	CTI001
	类别IIIB：100≤CTI <175
	

	
	CTI002
	类别IIIA：175≤CTI <400
	

	
	CTI003
	类别II：400≤CTI <600
	

	
	CTI004
	类别I：CTI ≥600
	

	焊盘表面处理注2
	PF001
	SnPb热风整平（HASL-Lead）
	

	
	PF002
	SnAgCu热风整平（HASL-SAC）
	

	
	PF003
	SnCu(Ni)热风整平（HASL-SC）
	

	
	PF004
	化学镍金（ENiG）
	

	
	PF005
	OSP
	

	
	PF006
	化学锡（ImSn）
	

	
	PF007
	化学银（ImAg）
	

	阻焊颜色、光泽
	SM001
	绿色光亮
	

	
	SM002
	绿色亚光
	

	标识内容
	SS001
	标识内容包括：

生产周期（周、年）、厂家ID、厂家标志、UL标志、UL号等。

2、防静电标志和阻燃等级

	
	SS002
	SS001内容再增加：RoHS标志注3

	
	SS003
	SS001内容再增加：RoHS标志注3、无卤标志

	环保技术
	GT001
	满足《通用禁止或严格限制的有毒化学品名录》要求

	
	GT002
	满足《通用禁止或严格限制的有毒化学品名录》和欧盟RoHS指令要求

	
	GT003
	满足《通用禁止或严格限制的有毒化学品名录》和欧盟RoHS指令及无卤要求


注意：如果顾客文件中要求表面工艺为PF002，请更改为PF003。

CAM部分：
_1234567891

_1234567893

_1234567894

_1234567895

_1234567892

_1234567890

